
Nano Electronics and Micro System Technologies, Inc.

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉
2026 暉暉暉暉暉暉
2026 年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年

年年年 2026 年 7年 8年

年年

年年年年年年年年年年年年年年

© 2026. Nano Electronics and Micro System Technologies, Inc. All Rights Reserved.



INVESTOR CONFERENCE 2026 | 暉暉暉暉

暉暉

01

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

02

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

03

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

04

115 暉暉暉暉暉暉暉暉

05

暉暉暉暉暉暉暉暉暉

06

暉暉暉暉暉暉暉暉暉

07

暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年 2026 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年



INVESTOR CONFERENCE 2026 | 暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉 暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉 Plasma 暉暉暉暉暉暉暉暉 20 暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

IC 暉暉 /暉暉暉暉

ABF / BT 年年

AI 年年年年年年年

暉暉暉暉暉

FOPLP 年年

年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉

FOWLP 年年年年

年年年年年年年年

暉暉暉暉

Glass Substrate / TGV

年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉

Dry Only

年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年

35+
年年年年年年

年年 2026 年 5年

年年年年年年年年

49 暉

年年年年 + LOI

年年 2026 年 5年

年年年年年年年
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暉暉暉暉暉暉暉 暉暉暉

01

02

03

04

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉 AI 暉暉暉暉暉

AI 暉暉暉 暉暉 FCBGA/ABF 暉暉暉暉 暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年年年年年年年 AI 年年年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 暉暉暉暉暉 6-18 暉暉 年年年年

年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 暉暉暉暉暉暉暉暉 年

年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 年
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暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

AI/HPC 暉暉暉暉

AI 年年年年年年年年年年

年年年年年 FCBGA 年 ABF 

年年年年年年年年年年年

年年年年

暉暉暉暉暉暉

Chiplet 年 CoW 年 Hybrid 

Bonding 年年年年年年年

年年年年年 3D 年年年年年

年年年年

暉暉暉暉暉暉

ABF 年年年年 5~7μm 年

RDL 年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年

年年年

暉暉暉暉暉

年年年年 (Glass 

Substrate/TGV) 年年年年

年年年年年年 Intel 年年年

年年年年年年年年

FOPLP 暉暉

年年年 Panel 年年年年年

年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年

年年年年年

CORE NECESSITY

暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉 (Desmear)

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年

暉暉暉暉暉 (Advanced Precision Etching)

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉暉 (De -oxidation & Activation)

Hybrid Bonding 年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年
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暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

暉暉暉暉 暉暉暉暉暉暉暉暉暉 暉暉暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉
年年年年年年 5年 7μm 年年年年年年年年年年年年年年

年年年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年

暉暉暉暉暉暉
年年年年年 541 × 620mm 年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年

暉暉暉暉暉
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年

年年年年年年年年年年年年年 ESG 年年年年年年年年年

年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉 年年 5年 7μm BUF 年年年年年年年年年

年 1μm 年年年年年 AI 年年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉 年年年 8 年年年年 541 × 620mm 年年年

MSAP 年年年年年年年年年年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉 年年年年 ABF 年 BT 年年年年年年 Si 

Wafer 年 PI 年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年
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暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉 FOPLP 暉暉暉 FOWLP 暉暉暉 Glass / TGV IC 暉暉 (ABF/BT) /暉暉暉暉

Desmear 暉暉暉 年 — — 年

RIE 暉暉暉暉暉暉 年 年 年

暉暉暉暉 / 暉暉暉 年 年

暉暉暉 / Ashing 年 年 年 —

Warpage / 暉暉暉暉 — 年

年年 /年年年年 (Core / Mass Production)

暉暉暉暉暉暉暉 (Roadmap)

2020 -2024

暉暉暉暉暉暉

IC 年年 ABF Desmear 年年

FCBGA EOL 年年年年

BT Desmear 年年年年年

2025 -2026

暉暉暉暉暉暉暉暉

Hybrid Bonding 年年年

年年年年 TGV 年年年年年

Power Module 年年年年

2026 -2027

暉暉暉暉暉暉暉暉

Chiplet 年年年年年年年年

Glass Core 年年年年年年

年年年年年年年年年年

2027+

暉暉暉暉暉暉暉暉暉

Foveated Glass 年年年年

FOPLP 年年年年年年年年

Fluxless HB 年年年年年年

年

年

年

年 —
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115 暉暉暉暉暉暉暉暉

115 暉 Q1 暉暉暉暉暉

46 %
年年年年年年年 4 年年年年 (YoY +4%pts)

年年年年 (NT$ K)

92,232 +10.9% YoY

年年年年 (NT$ K)

11,150 暉暉暉暉

年年年年年年 (EPS)

0.37 暉 +363% YoY

年年 115 年 Q1 年 2026 年年年年年 YoY 年年年年 114 年 Q1 年 2025 年年年年年年年年年
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115 暉暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉

92,232 +10.9% YoY

年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年

114 年 Q1 年年年 83,131 ( 年年年年年年年年 )

暉暉暉暉暉暉暉

46% +4.0 pts

年年年年年年年年年年 RIE 年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年 58% 年年 54% 年

114 年 Q1 年年年年 42% 

暉暉暉暉暉暉

12% +14 pts OP%

年年年年年年年年年年年年年年年 14% 年年 8% 年

年年年年 11,150 年年 (年年年年年年年 1,339) 年

年年年年年年年年年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉暉

0.37 +363% YoY

年年年年 13,696 年年年年年年年 15% 年

年年年年 EPS 年 0.08 年 年年年 0.37 年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
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115 暉暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉暉暉 114 暉 Q1 115 暉 Q1

年年年年年年年年 83,131 92,232 

年年年 42% 46% 暉

年年年年年 -2% +12% 暉

暉暉暉暉暉 3% 15% 暉

Q1 暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉 EPS +363%

115 年 Q1 年年年年年年年年年年年年年年年年年 10.9% 年

年年年年年 4年年年年年年年年年年年 -2% 年年年年年

+12% 年年年年年年年年

暉暉暉暉暉 Q1年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年
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暉暉暉暉暉暉暉暉暉

2026 年年年年年年年年年年 LOI 年

49 暉 暉暉暉 35 暉 LOI 14

暉暉暉 (暉暉暉暉 )

35 暉
暉暉暉暉 71.4% 暉暉暉暉暉暉暉

LOI ( 暉暉暉 )

14 暉
暉暉暉暉 28.6% 暉暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉

2026 年 1-4年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年 2025 年 7年年

LOI 暉暉暉暉

14年年年年年年年年年年年年年年年 LOI 年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年
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暉暉暉暉暉暉暉暉暉

IC 暉暉 (ABF/BT) /暉暉暉暉 暉暉

88.5%

年年 38 年年年年年

暉暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年 /年年年年 年年年年年

年年年年年年年 Flip Chip 年年年年年年年年年

IC 年年 (ABF/BT)/ 年年年年 PCB (HDI 年 ) 年年年年 SMT 年年年年年年
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暉暉暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

年年年年 (Mainland China) 49.0 %

年年年年 30年年

年年年年 (Taiwan) 16.1 %

年年年年 15年年

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

年年年年 (Japan) 31.5 %

年年年年 3年年

RIE 暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉 年 RIE 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年 (Southeast Asia) 3. 4 %

年年年年 1年年

年年年年

年年年年

年年年

49.0%

16.1%

3.4%

年年 31.5%
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暉暉暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

RIE 年年 (年年年年年 ) 46.6% 暉暉暉暉暉暉暉暉

Desmear 年年 (年年年年年 ) 38.2% | 暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉暉

+60.4% YoY 年年年年

年年年年年年年年年 (Install Base) 年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年

115 年 1-5年年年年年年年年 31.8% 年年年年年年 15.8% 年年

年年

LOI 暉暉暉暉暉暉暉暉

78% 年年年年年年年年

14 年 LOI 年年 11 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年

NEMST -D2002ILDV 年年年年年年年年
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暉暉暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉 AI 暉暉暉暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉暉

AI/HPC CORE

AI 暉暉暉暉暉

ABF 年年年年年年年 AI 年年年

年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年

DRY ONLY

暉暉暉暉暉暉

BT Desmear 年 Hybrid 

Bonding 年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年

GLASS SUBSTRATE

暉暉暉暉暉暉

年年 7 年 TGV/年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年

DIVERSIFICATION

暉暉暉暉暉暉暉

年年年年 AI 年年年年年年年年

年年年年 Power Module 年 E-

Chuck 年年年年年年年年年年

年年年年

HIGH BARRIER

暉暉暉暉暉暉

年年年年年年 6-18 年年年年年

年年年年年年 Recipe 年年年

年年年年年年年年年年年年年
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暉暉暉暉

暉暉暉暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉暉 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

年年年年年年年年年年年年年

暉暉暉暉暉暉暉暉暉

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
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